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(57)【要約】
【課題】製造が容易で信頼性の高い撮像モジュール１を
提供する。
【解決手段】撮像モジュール１は、光軸を有する撮像光
学系が被写体像を結像する受光面１０ＳＡに受光部１１
と外部電極１２とを有する撮像素子１０と、第１の主面
２０ＳＡと第２の主面２０ＳＢとを有し前記第２の主面
２０ＳＢが受光面１０ＳＡに樹脂３０を介して接着され
ており受光部１１を覆い外部電極１２を覆っていないカ
バーガラス２０と、を具備し、前記カバーガラス２０は
、前記第２の主面２０ＳＢが前記第１の主面２０ＳＡよ
りも小さく、前記第１の主面２０ＳＡを光軸上で前記第
２の主面２０ＳＢ方向に延長した空間Ｓに、前記樹脂３
０が、はみ出して、前記撮像素子１０と前記カバーガラ
ス２０との間でフィレットを形成している。
【選択図】図２Ｂ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光軸を有する撮像光学系が被写体像を結像する受光面に受光部と外部電極とを有する撮
像素子と、
　第１の主面と前記第１の主面と対向する第２の主面とを有し、前記第２の主面が、前記
受光面に樹脂を介して接着されており、前記受光部を覆い、前記外部電極を覆っていない
光学部材と、を具備し、
　前記光学部材は、前記第２の主面が前記第１の主面よりも小さく、前記第１の主面を前
記光軸上で前記第２の主面の方向に延長した空間に、前記樹脂が、はみ出して、前記撮像
素子と前記光学部材との間でフィレットを形成していることを特徴とする撮像モジュール
。
【請求項２】
　前記光学部材の側面が前記第２の主面に対して傾斜していることを特徴とする請求項１
に記載の撮像モジュール。
【請求項３】
　前記光学部材の前記第２の主面の外周部に、切り欠きがあることを特徴とする請求項１
に記載の撮像モジュール。
【請求項４】
　前記光学部材の角部の前記第２の主面が、前記第１の主面よりも小さいことを特徴とす
る請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の撮像モジュール。
【請求項５】
　前記樹脂は、前記受光部と前記光学部材との間に配設されている透明な第１の樹脂と、
前記第１の樹脂の周囲に配設されている遮光性の第２の樹脂と、を含むことを特徴とする
請求項１から請求項４のいずれか１項に記載の撮像モジュール。
【請求項６】
　請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の撮像モジュールを含むことを特徴とする
内視鏡。
【請求項７】
　光軸を有する撮像光学系が被写体像を結像する受光面に受光部と外部電極とを有する撮
像素子を作製する工程と、
　第１の主面と前記第１の主面と対向する第２の主面とを有する光学部材の前記第２の主
面を前記第１の主面よりも小さく加工する光学部材作製工程と、
　前記撮像素子の前記受光面と、前記光学部材の前記第２の主面との間に未硬化の樹脂を
配設する工程と、
　前記光学部材が前記受光部を覆い、前記外部電極を覆わないように配置し、前記受光面
と前記第２の主面との間を所定の間隔とすることで、余剰の前記樹脂が、前記第１の主面
を前記光軸上で前記第２の主面方向に延長した空間に、はみ出して、前記撮像素子と前記
光学部材との間でフィレットを形成する接着工程と、
　前記樹脂を硬化する工程と、を具備することを特徴とする撮像モジュールの製造方法。
【請求項８】
　前記光学部材作製工程が、断面がＶ字形のダイシングソーによる切断加工、または、幅
の異なる２種類のダイシングソーによるステップカット切断加工であることを特徴とする
請求項７に記載の撮像モジュールの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光学部材を撮像素子の受光面に樹脂を介して接着した撮像モジュール、光学
部材を撮像素子の受光面に樹脂を介して接着した撮像モジュールを有する内視鏡、および
、光学部材を撮像素子の受光面に樹脂を介して接着する撮像モジュールの製造方法に関す
る
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【背景技術】
【０００２】
　撮像モジュールは、例えば、電子内視鏡の先端部に配設されて使用される。内視鏡の細
径化は低侵襲化のため重要な課題であり、撮像モジュールの小型化が求められている。
【０００３】
　最初に、ウエハレベルパッケージング（ＷＬＰ）型の撮像モジュールについて簡単に説
明する。ＷＬＰ型の撮像モジュールは、複数の撮像素子を含む撮像ウエハとガラスウエハ
とを接着した接合ウエハを切断し個片化することで作製される。このため、撮像素子の受
光部が形成された受光面の全面がカバーガラスで覆われている。撮像素子の受光部は貫通
配線を介して、受光面と対向している裏面の外部電極と接続されている。
【０００４】
　一方、特開２００８－１１８５６８号公報には、受光部を覆っているカバーガラスが、
受光面に列設されている外部電極を覆っていない撮像モジュールが開示されている。この
撮像モジュールは、ＷＬＰ型の撮像モジュールと異なり貫通配線を形成する必要がない。
【０００５】
　カバーガラスを撮像素子に接着するには、例えば、紫外線硬化型樹脂が用いられる。す
なわち、液体の未硬化の樹脂が接着面に配設されてから、カバーガラスと撮像素子とが所
定間隔に配置され、硬化処理が行われる。
【０００６】
　しかし、液体の樹脂が、カバーガラスと撮像素子との間の接着面から、はみ出して外部
電極を覆ってしまうおそれがあった。すると、外部電極と配線板等を接合するのが容易で
はなくなったり、接合信頼性が低下したりするおそれがあった。また、撮像素子の側面側
に樹脂が広がると、撮像モジュールの外寸が大きくなる。このため、硬化前にふきとった
り、硬化後に研削加工したりする必要があった。さらに、接着強度が十分ではないと、カ
バーガラスが撮像素子から剥離してしまうおそれがあった。
【０００７】
　なお、特開２００４－２２１５４１号公報には、側面が傾斜した固体撮像素子用カバー
ガラスが開示されている。ただし、側面の傾斜は、マイクロクラック防止のためであり、
傾斜角度は側面に対して内側に向いた角度であっても、外側に向かって向いた角度であっ
ても良いとされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００８－１１８５６８号公報
【特許文献２】特開２００４－２２１５４１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の実施形態は、製造が容易で信頼性の高い撮像モジュール、製造が容易で信頼性
の高い内視鏡、および、製造が容易で信頼性の高い撮像モジュールの製造方法を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の実施形態の撮像モジュールは、光軸を有する撮像光学系が被写体像を結像する
受光面に受光部と外部電極とを有する撮像素子と、第１の主面と前記第１の主面と対向す
る第２の主面とを有し、前記第２の主面が、前記受光面に樹脂を介して接着されており、
前記受光部を覆い、前記外部電極を覆っていない光学部材と、を具備し、前記光学部材は
、前記第２の主面が前記第１の主面よりも小さく、前記第１の主面を前記光軸上で前記第
２の主面方向に延長した空間に、前記樹脂が、はみ出して、前記撮像素子と前記光学部材
との間でフィレットを形成している。



(4) JP 2018-160763 A 2018.10.11

10

20

30

40

50

【００１１】
　別の実施形態の内視鏡は撮像モジュールを含み、前記撮像モジュールは、光軸を有する
撮像光学系が被写体像を結像する受光面に受光部と外部電極とを有する撮像素子と、第１
の主面と前記第１の主面と対向する第２の主面とを有し、前記第２の主面が、前記受光面
に樹脂を介して接着されており、前記受光部を覆い、前記外部電極を覆っていない光学部
材と、を具備し、前記光学部材は、前記第２の主面が前記第１の主面よりも小さく、前記
第１の主面を前記光軸上で前記第２の主面方向に延長した空間に、前記樹脂が、はみ出し
て、前記撮像素子と前記光学部材との間でフィレットを形成している。
【００１２】
　別の実施形態の撮像モジュールの製造方法は、光軸を有する撮像光学系が被写体像を結
像する受光面に受光部と外部電極とを有する撮像素子を作製する工程と、第１の主面と前
記第１の主面と対向する第２の主面とを有する光学部材の前記第２の主面を前記第１の主
面よりも小さく加工する光学部材作製工程と、前記撮像素子の前記受光面と、前記光学部
材の前記第２の主面との間に未硬化の樹脂を配設する工程と、前記光学部材が前記受光部
を覆い、前記外部電極を覆わないように配置し、前記受光面と前記第２の主面との間を所
定の間隔とすることで、余剰の前記樹脂が前記第１の主面を前記光軸上で前記第２の主面
方向に延長した空間に、はみ出して、前記撮像素子と前記光学部材との間でフィレットを
形成する接着工程と、前記樹脂を硬化する工程と、を具備する。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の実施形態によれば、製造が容易で信頼性の高い撮像モジュール、製造が容易で
信頼性の高い内視鏡、および、製造が容易で信頼性の高い撮像モジュールの製造方法を提
供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】第１実施形態の撮像モジュールの斜視図である。
【図２Ａ】第１実施形態の撮像モジュールの上面図である。
【図２Ｂ】第１実施形態の撮像モジュールの図２ＡのＩＩＢ－ＩＩＢ線に沿った断面図で
ある。
【図３】第１実施形態の撮像モジュールの製造方法のフローチャートである。
【図４】第１実施形態の撮像モジュールの製造方法を説明するための断面図である。
【図５】第１実施形態の変形例１の撮像モジュールの断面図である。
【図６】第１実施形態の変形例２の撮像モジュールの断面図である。
【図７】第１実施形態の変形例３の撮像モジュールの断面図である。
【図８】第１実施形態の変形例４の撮像モジュールの断面図である。
【図９】第１実施形態の変形例５の撮像モジュールの分解斜視図である。
【図１０】第１実施形態の変形例６の撮像モジュールの分解斜視図である。
【図１１】第１実施形態の変形例７の撮像モジュールの分解斜視図である。
【図１２】第１実施形態の変形例８の撮像モジュールの斜視図である。
【図１３】第２実施形態の撮像モジュールの斜視図である。
【図１４】第２実施形態の撮像モジュールの断面図である。
【図１５】第３実施形態の内視鏡の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
＜第１実施形態＞
＜撮像モジュールの構成＞
　図１、図２Ａおよび図２Ｂに示すように、本実施形態の撮像モジュール１は、撮像素子
１０と、光学部材であるカバーガラス２０と、撮像素子１０とカバーガラス２０とを接着
している樹脂３０と、を有する。
【００１６】
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　なお、図面は、いずれも模式的なものであり、各部分の厚みと幅との関係、夫々の部分
の厚みの比率などは現実のものとは異なることに留意すべきであり、図面の相互間におい
ても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれている場合がある。また、一部の構成
要素の図示を省略する場合がある。
【００１７】
　光軸を有する撮像光学系（図示なし）が被写体像を結像する受光部１１が形成されてい
る受光面１０ＳＡを有する撮像素子１０は、光軸直交方向の断面が矩形の直方体の半導体
素子である。例えば厚さ１００μｍの撮像素子１０は、複数の撮像素子１０を含む撮像ウ
エハを切断することで作製される。ここで光軸は、図示はしないが、受光部１１の略中心
で略直交する軸線である。
【００１８】
　撮像素子１０の受光面１０ＳＡの受光部１１の周囲には受光部１１と接続された複数の
外部電極１２が側面２０ＳＳ１に平行に列設されている。外部電極１２には、バンプ１３
が配設されている。
【００１９】
　平面視矩形のカバーガラス２０は、第１の主面２０ＳＡと第１の主面２０ＳＡと対向す
る第２の主面２０ＳＢとを有する。カバーガラス２０の第２の主面２０ＳＢは、透明な樹
脂３０により、受光面１０ＳＡに接着されている。一方、受光面１０ＳＡは、例えば横２
．０ｍｍ、縦１．８ｍｍ（面積：３．６ｍｍ２）である。カバーガラス２０は、撮像素子
１０の光軸（Ｏ）方向への投影面内に収まり、かつ、外部電極１２を覆わないように、第
１の主面２０ＳＡは、例えば、横１．５ｍｍ、縦１．５ｍｍ（面積：２．２５ｍｍ２）で
あり、厚さは４００μｍである。
【００２０】
　受光部１１を保護するカバーガラス２０は、受光部１１を完全に覆い、かつ、外部電極
１２を覆わないように正確に位置決めされて、樹脂３０を介して接着されている。なお、
光学部材は透明樹脂板であってもよい。
【００２１】
　紫外線硬化型の樹脂３０は、カバーガラス２０の第１の主面２０ＳＡからの紫外光照射
により硬化処理されている。
【００２２】
　本実施形態の撮像モジュール１は、カバーガラス２０の側面２０ＳＳ（２０ＳＳ１～２
０ＳＳ４）が、傾斜しているために、第２の主面２０ＳＢが第１の主面２０ＳＡよりも小
さい。すなわち、側面２０ＳＳの傾斜角度θ（図２Ｂ参照）は、鈍角である。そして、第
１の主面２０ＳＡを光軸（Ｏ）方向、すなわち、第２の主面方向、に延長した空間Ｓに、
樹脂３０が、接着面からはみ出して、撮像素子１０とカバーガラス２０との間でフィレッ
トを形成している。フィレットとは、接着面から、はみ出した樹脂３０が裾状に広がった
部分を指す。
【００２３】
　空間Ｓは、２つの面（受光面１０ＳＡと側面２０ＳＳ）に、はさまれた空間であるため
、接着面から、はみ出した液体の樹脂３０Ｌ（図４参照）は、界面張力により、空間Ｓに
収容される。言い替えれば、空間Ｓは樹脂だまりとして過剰な樹脂３０を収容する。この
ため、外部電極１２（バンプ１３）が、樹脂３０により覆われるおそれはない。また、撮
像素子１０の側面側に樹脂３０が広がり、撮像モジュール１の外寸が大きくなるおそれも
ない。
【００２４】
　さらに、撮像素子１０とカバーガラス２０とは、接着面だけでなく、フィレットを介し
ても接着されている。フィレットにより接着が補強されているため、撮像モジュール１は
、カバーガラス２０が撮像素子１０から、剥離してしまうおそれがない。
【００２５】
　以上の説明のように、撮像モジュール１は、製造が容易で、かつ、信頼性が高い。
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【００２６】
＜撮像モジュールの製造方法＞
　次に、図３のフローチャートに沿って、撮像モジュール１の製造方法について説明する
。
【００２７】
＜ステップＳ１１＞撮像素子作製工程
　シリコン等の半導体ウエハの受光面１０ＳＡに半導体製造技術を用いて、複数の受光部
等を有する撮像ウエハが作製される。撮像ウエハは切断により撮像素子１０に個片化され
る。撮像素子１０は、ＣＭＯＳイメージセンサ、または、ＣＣＤからなる受光部１１と、
受光部１１と接続された複数の外部電極１２と、を有する。なお、撮像素子１０には受光
部１１に加えて信号処理回路等の半導体回路が形成されていてもよい。
【００２８】
＜ステップＳ１２＞光学部材作製工程
　ガラスウエハが、複数のカバーガラス２０に切断される。この時、断面がＶ字形のダイ
シングブレートを用いて切断することで、側面２０ＳＳが傾斜したカバーガラス２０が作
製される。すなわち、ダイシングブレードによる切断加工により、カバーガラス２０は、
切断と同時に、第２の主面２０ＳＢが第１の主面２０ＳＡよりも小さく加工される。
【００２９】
　すなわち、側面２０ＳＳの傾斜角度θは、ダイシングブレートの選択により所望の角度
に規定される。傾斜角度θは、１３５度±２０度（１１５度以上１５５度以下）が好まし
く、前記範囲内であれば、樹脂３０が界面張力により樹脂だまりとなる空間Ｓに収容され
やすい。なお、カバーガラス２０の厚さは仕様に応じて決定され、特に制限はない。
【００３０】
　第２の主面２０ＳＢを第１の主面２０ＳＡよりも小さく加工するには、幅の異なる２種
類のダイシングを用いたステップカットダイシング、または、エッチング加工を用いても
よい。
【００３１】
　なお、Ｓ１２の後にＳ１１が行われてもよいことは言うまでも無い。
【００３２】
＜ステップＳ１３＞樹脂配設工程
　撮像素子１０の受光面１０ＳＡと、カバーガラス２０の第２の主面２０ＳＢとの間に未
硬化の液体の樹脂３０Ｌが配設される。例えば、図４に示す様に、未硬化の樹脂３０Ｌが
、ディスペンサまたはインクジェット法により、撮像素子１０の受光面１０ＳＡの受光部
１１に配設される。樹脂３０Ｌは、例えば、エポキシ系、アクリル系またはシリコーン系
の透明な紫外線硬化樹脂である。なお、樹脂３０Ｌは、軟性フィルムでもよいし、熱硬化
性樹脂でもよい。
【００３３】
　また、樹脂３０Ｌは、カバーガラス２０の第２の主面２０ＳＢに配設されてもよいし、
撮像素子１０の受光部１１およびカバーガラス２０の第２の主面２０ＳＢに配設されても
よい。すなわち、樹脂３０Ｌは、受光部１１およびカバーガラス２０の第２の主面２０Ｓ
Ｂの少なくともいずれかに配設される。
【００３４】
＜ステップＳ１４＞接着工程
　撮像素子１０の受光面１０ＳＡとカバーガラス２０の第２の主面２０ＳＢとの間を所定
の間隔とすることで、余剰の樹脂３０Ｌが、接着面から空間Ｓに、はみ出してフィレット
を形成する。
【００３５】
　例えば、撮像素子１０がステージに配置され、ＸＹＺ方向に移動可能な治具にカバーガ
ラス２０が取り付けられる。ＸＹ方向の位置決めが行われた後に、Ｚ方向にカバーガラス
２０が移動すると、過剰な樹脂３０が接着面から、はみ出す。
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【００３６】
＜ステップＳ１５＞紫外光照射工程（樹脂硬化工程）
　例えば、カバーガラス２０の第１の主面２０ＳＡから、ライトガイドを介して紫外光（
ＵＶ）が照射される。すると、樹脂３０Ｌが硬化し、カバーガラス２０と撮像素子１０と
を接着する樹脂３０となる。
【００３７】
　本実施形態の製造方法によれば、はみ出した樹脂３０は、第１の主面２０ＳＡを光軸（
Ｏ）方向、すなわち、第２の主面方向に延長した空間Ｓに収容されるため、外部電極１２
（バンプ１３）が、樹脂３０により覆われるおそれはない。また、撮像素子１０の側面側
に樹脂３０が広がり、撮像モジュール１の外寸が大きくなるおそれもない。
【００３８】
　さらに、カバーガラス２０の側面を傾斜面とする加工は容易である。このため、本実施
形態の製造方法は容易で、かつ、信頼性の高い撮像モジュール１を製造できる。
【００３９】
＜第１実施形態の変形例＞
　次に、第１実施形態の変形例の撮像モジュール１Ａ～１Ｈおよび、その製造方法につい
て説明する。撮像モジュール１Ａ～１Ｈは、撮像モジュール１と類似し、同じ効果を有す
る。このため、同じ機能の構成要素には同じ符号を付し説明は省略する。
【００４０】
＜第１実施形態の変形例１＞
　図５に示す様に、本変形例の撮像モジュール１Ａでは、カバーガラス２０Ａは、４側面
（２０ＳＳ１～２０Ｓ４）のうち、複数の外部電極１２（バンプ１３）と対向する１つの
側面２０ＳＳ１だけが、第２の主面２０ＳＢに対して鈍角である傾斜角θで傾斜した傾斜
面であり、他の３側面（２０ＳＳ２～２０ＳＳ３）は、第２の主面２０ＳＢに対して垂直
な垂直面である。
【００４１】
　すなわち、少なくとも側面２０ＳＳ１が傾斜面であれば、外部電極１２（バンプ１３）
が、樹脂３０により覆われるおそれはない。
【００４２】
　なお、受光部１１を挾んで両側に複数の外部電極１２が列設されている撮像モジュール
では、両側面（２０ＳＳ１、２０ＳＳ３）が傾斜面であることが好ましいことは言うまで
も無い。
【００４３】
＜第１実施形態の変形例２＞
　図６に示す様に、本変形例の撮像モジュール１Ｂのカバーガラス２０Ｂは、側面２０Ｓ
Ｓの下方（撮像素子側）だけが、傾斜面である。
【００４４】
　カバーガラス２０Ｂの厚さが厚い場合には、側面全体を所定角度θの傾斜面とし、第２
の主面２０ＳＢが受光部１１を覆うように設定すると、第１の主面２０ＳＡが受光面１０
ＳＡよりも大きくなるおそれがある。さらに、外部電極１２の上方に、カバーガラス２０
の側面２０ＳＳ１が突き出してしまい、外部電極１２への接合が容易ではなくなる。
【００４５】
　撮像モジュール１Ｂは、カバーガラス２０Ｂの厚さが厚くても第１の主面２０ＳＡが大
きくならないため、光軸直交面の外寸が小さい。
【００４６】
　例えば、カバーガラスの厚さが６００μｍであっても、側面の下方だけを傾斜面とする
ことで、傾斜角度θが、例えば１３５度であっても、第１の主面２０ＳＡが大きくなるこ
とがない。
【００４７】
＜第１実施形態の変形例３＞
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　図７に示す様に、本変形例の撮像モジュール１Ｃのカバーガラス２０Ｃは、第２の主面
２０ＳＢの外周部に、切り欠きＣがある。切り欠きＣにより、第２の主面２０ＳＢは第１
の主面２０ＳＡよりも小さい。
【００４８】
　そして、第１の主面２０ＳＡを光軸方向（第２の主面方向）に延長した空間Ｓである切
り欠きＣに、はみだした樹脂３０が、撮像素子１０とカバーガラス２０Ｃとの間でフィレ
ットを形成している。
【００４９】
　なお、切り欠きＣの深さｄは、３０μｍ以下が好ましく、１０μｍ以下が特に好ましい
。前記範囲内であれば、液体の樹脂３０Ｌが表面張力により空間Ｓに収容されやすい。
【００５０】
　なお、切り欠きＣは、エッチングまたはステップカットダイシング等により形成される
。また、切り欠きＣの側面は第２の主面２０ＳＢに対して傾斜角θが９０度の垂直面であ
るが、傾斜角θは鈍角であっても鋭角であってもよい。
【００５１】
　なお、すでに説明した撮像モジュール１Ｂのカバーガラス２０Ｂは、側面下部（（撮像
素子側））に傾斜角θが鈍角の切り欠きがあると表現できる。
【００５２】
＜第１実施形態の変形例４＞
　図８に示す様に、本変形例の撮像モジュール１Ｄのカバーガラス２０Ｄは、側面２０Ｓ
Ｓ１の形状と、側面２０ＳＳ３の形状とが異なる。
【００５３】
　すなわち、側面２０ＳＳ１から、はみ出した樹脂３０が外部電極１２（バンプ１３）を
覆うことがないように、側面２０ＳＳ１により形成される樹脂だまり（空間Ｓ１）の体積
が、他の側面、例えば、側面２０ＳＳ３により形成される空間Ｓ２よりも大きく設定され
ている。
【００５４】
　すなわち、カバーガラスは、４側面の形状が同じである必要はない。
【００５５】
＜第１実施形態の変形例５＞
　図９に示す様に、本変形例の撮像モジュール１Ｅのカバーガラス２０Ｅは、４つの角部
の第２の主面２０ＳＢの切り欠きＣにより、第２の主面２０ＳＢが第１の主面２０ＳＡよ
りも小さい。
【００５６】
　樹脂３０Ｌは、角部の切り欠きＣにフィレットを形成する。カバーガラス２０Ｅは、剥
離の起点となりやすい角部が、フィレットにより補強されているため、撮像素子１０から
剥離するおそれがない。
【００５７】
　なお、カバーガラスは、側面２０ＳＳが傾斜面で、さらに角部に切り欠きが形成されて
いてもよい。
【００５８】
＜第１実施形態の変形例６＞
　図１０に示す様に、本変形例の撮像モジュール１Ｆのカバーガラス２０Ｆは、平面視サ
イズ（主面寸法）が、撮像素子１０の受光面１０ＳＡのサイズよりも大きい。
【００５９】
　撮像モジュール１Ｆは、例えば、受光面１０ＳＡの平面視サイズが、２．０ｍｍ×１．
８ｍｍと超小型である。撮像モジュールの小型化のためには、カバーガラス２０Ｆの平面
視サイズは、撮像素子１０の受光面１０ＳＡのサイズよりも小さいことが好ましい。しか
し、カバーガラス２０Ｆは受光部１１を確実に覆うように、平面視サイズが、例えば、２
．２ｍｍ×１．５ｍｍに設定されている。
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【００６０】
　カバーガラス２０Ｆの切り欠きＣ１は、撮像素子１０の受光面１０ＳＡだけでなく、側
面１０ＳＳとの間でもフィレットを形成している。カバーガラス２０Ｆの受光面１０ＳＡ
から突出している部分は、剥離の起点となりやすい。しかし、撮像モジュール１Ｆではフ
ィレットにより補強されているため、カバーガラス２０Ｆが撮像素子１０から剥離するお
それがない。
【００６１】
＜第１実施形態の変形例７＞
　図１１に示す様に、本変形例の撮像モジュール１Ｇのカバーガラス２０Ｇは、第１の側
面２０ＳＳ１の一部に、切り欠きＣ２がある。
【００６２】
　すなわち、切り欠きＣ２は、１つの側面２０ＳＳ１の一部にだけ形成されていてもよい
。
【００６３】
＜第１実施形態の変形例８＞
　図１２に示す様に、本変形例の撮像モジュール１Ｈでは、光学部材がレンズユニット２
０Ｈである。
【００６４】
　レンズユニット２０Ｈは、例えば、カバーガラス２０Ｈ１、レンズ２０Ｈ３、２０Ｈ６
、絞り２０Ｈ５、光路長調整部材２０Ｈ４、２０Ｈ２等の複数の光学部材２０Ｈ１～２０
Ｈ６が積層されたウエハレベル光学系である。
【００６５】
　複数のレンズのあるレンズウエハ、複数の絞りのある絞りウエハ、複数の光路（貫通孔
）のある光路長調整ウエハ、およびガラスウエハが接合された接合ウエハを切断すること
で、レンズユニット２０Ｈは作製される。
【００６６】
　レンズユニット２０Ｈでは、カバーガラス２０Ｈ１の側面が傾斜面となり、樹脂だまり
である空間Ｓを構成している。もちろん、例えば、光路長調整部材２０Ｈ２の側面まで傾
斜面でもよい。
【００６７】
　すなわち、光学部材はカバーガラスに限られるものではなく、複数の光学部材２０Ｈ１
～２０Ｈ６が積層されたウエハレベル光学系でもよい。
【００６８】
＜第２実施形態＞
　次に、第２実施形態の撮像モジュール１Ｉおよび、その製造方法について説明する。撮
像モジュール１Ｉは、撮像モジュール１と類似し、同じ効果を有する。このため、同じ機
能の構成要素には同じ符号を付し説明は省略する。
【００６９】
　図１３および図１４に示すように、撮像モジュール１Ｉでは、樹脂３１は、受光部１１
とカバーガラス２０との間に配設されている透明な第１の樹脂３２と、第１の樹脂３２の
周囲に配設されている遮光性の第２の樹脂３３と、を含む。
【００７０】
　遮光性の第２の樹脂３３により側面２０ＳＳが覆われているため撮像モジュール１Ｉは
外光の影響を受けにくい。第２の樹脂３３は、第１の樹脂３２とは同じ樹脂でも異なる樹
脂でも良い。生産性および信頼性の観点からは、第２の樹脂３３は、カーボン等の遮光性
顔料を含む第１の樹脂３２であることが好ましい。
【００７１】
　撮像モジュール１Ｉのカバーガラス２０は撮像モジュール１と同じように側面が傾斜面
である。しかし、カバーガラスの構成がカバーガラス２０とは異なる撮像モジュール１Ａ
～１Ｈにおいても、樹脂３０を樹脂３１と同じ構成とすることで、撮像モジュール１Ｉと
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【００７２】
＜第３実施形態＞
　次に、第３実施形態の内視鏡９について説明する。
【００７３】
　図１５に示すように、内視鏡９は、製造が容易な小型の撮像モジュール１（１Ａ～１Ｉ
）が先端部９Ａに配設された挿入部９Ｂと、挿入部９Ｂの基端側に配設された操作部９Ｃ
と、操作部９Ｃから延出するユニバーサルコード９Ｄと、を具備する。ユニバーサルコー
ド９Ｄは、撮像モジュール１のバンプ１３と接合された配線板（不図示）と接続されてい
る。
【００７４】
　内視鏡９は、小型で高特性の撮像モジュール１（１Ａ～１Ｉ）を挿入部９Ｂの先端部９
Ａに有するため、細径、高特性で、かつ製造が容易である。なお、内視鏡９は軟性鏡であ
るが、硬性鏡でもよい。また、実施形態の内視鏡は、撮像モジュール１（１Ａ～１Ｉ）を
具備していれば、カプセル型でもよいし、医療用でも工業用でもよい。
【００７５】
　本発明は上述した実施の形態および変形例等に限定されるものではなく、本発明の要旨
を変えない範囲において、種々の変更、改変等ができる。
【符号の説明】
【００７６】
１、１Ａ～１Ｉ…撮像モジュール
９…内視鏡
１０…撮像素子
１１…受光部
１２…外部電極
１３…バンプ
２０…カバーガラス
３０…樹脂
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摘要(译)

要解决的问题：提供易于制造且高度可靠的成像模块1。成像模块1包括
成像装置10的成像光学系统和形成具有光轴，第一主表面20SA第一被摄
体图像的光接收部11和在光接收表面10SA外部电极12a其中和第二主表
面20SB第二主面20SB设置有玻璃盖20，其没有覆盖外部电极12覆盖的
光接收部分11经由树脂30上的光接收表面10SA附着说盖玻璃20，比第二
主面20SB所述第一主表面20SA越小，空间S延伸所述第一主表面20SA
到所述光轴上的第二主表面20SB方向，树脂30突出以在成像元件10和盖
玻璃20之间形成圆角。
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